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Abstract (en)
[origin: WO9303434A1] Two test combinations TK1 and TK2 are fitted into the input trigger circuit (EK1 to EK2) of the logic circuit (LS1) to be tested
and the output trigger circuits (AP1 to AP2) of the upstream test device (TE) or an upstream logic circuit (LSO). The second test combination TK2
is taken with the first system test pulse into the input trigger circuits (EK1 to EK3) and the appropriate output combination (AT2) is taken with the
second test pulse into the output trigger circuits (AK1 to AK2). The former is then taken into the test device (TE) and checked. An integrated circuit
suitable for implementing the process has trigger stages with two beat inputs.

Abstract (fr)
Dans le cadre de la vérification en temps réel, deux combinaisons de test TK1 et TK2 sont enregistrées dans les flip-flops d'entrée (EK1 & EK2)
du circuit logique a vérifier (LS1) et les flip-flops de sortie (AP1 a AP2) du systéme de test placé en amont (TE) ou d'un circuit logique (LSO) placé
en amont. La deuxiéme combinaison de test TK2 est transférée avec la premiére impulsion de test du systéme dans les flip-flops d'entrée (EK1 a
EK®3) et la combinaison de sortie (AT2) associée est transférée avec la deuxieme impulsion de test dans les flip-flops de sortie (AK1 a AK2). Pour
finir, cette combinaison de sortie est transférée dans le systeme de test (TE) et y est vérifiée. Un circuit intégré adapté a I'application de ce procédé
comporte des flip-flops avec deux entrées d'impulsion.
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